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구   분 내   용

과제명
최신 HBM 개발 장비 500-100nm @ 3 sigma 단위 제어 

하이브리드 본딩 헤드 및 Alignment 개발

주요내용

(추진목적)
•  HBM·AI 반도체 확산에 따른 첨단 패키징 고도화 요구에 대응한
•  인천형 반도체 후공정 기술 경쟁력 확보의 필요성 대응

(세부내용 요약)
Ÿ 국내 반도체 동향: 반도체 산업의 경쟁축이 전공정에서 첨단

   패키징·후공정 기술로 이동하는 구조적 전환이 진행 중

Ÿ 해외 반도체 동향: 글로벌 기업을 중심으로 HBM 4/5와 칩렛에

   대응한 하이브리드 본딩 기술의 상용화 단계에 진입

Ÿ 인천 반도체 역량: 세계 2·3위 OSAT 기업 집적, 공항 연계 물류,

   첨단 패키징 R&D 역량을 보유한 국내 유일 후공정 특화 지역

(연구회 성과 활용방안)
Ÿ HBM 4/5 대응 초정밀 하이브리드 본딩 핵심 공정 기술을 지역

   산·학·연과 공동 R&D 및 공정 실증을 통해 산업 현장에 적용·확산

Ÿ 나노다공성 실버 기반 고내열·고전도 첨단 접합소재의 국산화 성과를

   실증·신뢰성 평가 체계와 연계하여 고온·고신뢰 패키징 공정으로 확대

Ÿ OSAT-소부장-대학-연구기관이 참여하는 파일럿 실증 체계를 통해 

   공정 적합성·신뢰성 검증 성과를 축적하고 사업화 연계 기반 강화
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